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Bodenaufbauten mit SensFloor®

Einfiihrung

Dieses Dokument enthélt eine Ubersicht (iber Bodenaufbauten, die bereits mit dem SensFloor realisiert
worden sind. Es richtet sich an Kunden oder deren Bodenleger um die Schichtstruktur von SensFloor
Bodenkonstruktionen zu verstehen. Beachten Sie, dass unterschiedliche Schichtaufbauten zwischen
Unterboden und dem vom Kunden gewahlten Bodenbelag bendtigt werden. Sowohl fur jede Schicht, als auch
fur die Gesamtkonstruktion sind Dicken angegeben. Bitte beachten Sie bei der Vorbereitung des
Unterbodens unbedingt die Gesamtaufbauhohe der SensFloor Konstruktion um Stolperkanten zu
Raumen mit anderen Bodenkonstruktionen zu vermeiden!

Fir einige Bodenaufbauten sind detaillierte Zertifizierungsdokumente bei Future-Shape erhaltlich. Beachten
Sie dass Future-Shape keine Garantie oder Haftung fiir Schaden oder Fehlfunktionen des Systems
tibernimmt, wenn das Underlay Teil eines nicht zertifizierten Bodenaufbaus ist! Beachten Sie weiterhin,
dass alle Materialien (z.B. Kleber, Folien, Bodenbelage) oberhalb des SensFloor Underlays Einfluss auf die
elektrischen Eigenschaften haben. Sollten nicht zugelassene Materialien verwendet werden, kann die
kapazitive Messung des Sensorsystems beeintrachtigt werden. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Future-
Shape.

Eine korrekte Funktion des Systems verlangt, dass die von den Herstellern jeder Komponente der Konstruktion
verfugbaren Datenblatter ebenfalls beachtet werden. Um den Unterboden fir die Installation des SensFloors
ordnungsgemaly vorzubereiten, richten Sie sich bitte nach dem von Future-Shape erhaltlichen Dokument
»Bauseitige MaBnahmen*.

Diese Angaben sind in Ubereinstimmung mit dem Stand der Technik. Soweit einzelne Angaben © Future-Shape GmbH 1
Produkteigenschaften reprasentieren, kénnen diese im Zuge der Produktverbesserung veréndert werden.

04. August 2020




Bodenaufbauten F UTU R E S H A P I:

Erstellungsdatum Dokumenten ID Version

23.06.2021 D_Bodenaufbauten 03

Bodenaufbauten die bereits mit SensFloor realisiert worden sind

1. Bodenaufbau SensFloor unter Vinyl-Belag FUTU RE S H APE

Oberboden mit Everlay abnehmbar
Gesamtdicke (7,0 +/- 0,4mm)

Getesteter Boden, z.B. Tarkett I1Q (2mm)

UZIN KE6S (1mm)

verklebt

lose J/

Doppelseitige Klebefolie D-Tack Extralay
= Primer (D-Tack Remove)

UZIN RR185 or Mondo Everlay A, lose verlegt
(1,2mm)

SensFloor Underlay (2,8 +/- 0,4mm)

Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen
{Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Gruppe 3/4)
{New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

2. Bodenaufbau SensFloor unter Teppichboden FUTU RE S H AP[

Oberboden mit Everlay abnehmbar
Gesamtdicke (12,2 +/- 0,4mm)

Getesteter Teppichboden,
2.B. Tretford Interland (7,2mm)
UZIN KE68 (1mm)

Ny

verklebt
UZIN RR185 or Mondo Everlay A, lose verlegt
(1,2mm)

i|—/ SensFloor Underlay (2,8 +/- 0,4mm)
— ____—»Doppelseitige Klebefolie D-Tack Extralay

Primer (D-Tack Remove)

lose

Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen
{Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Gruppe 3/4)
{New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

Diese Angaben sind in Ubereinstimmung mit dem Stand der Technik. Soweit einzelne Angaben © Future-Shape GmbH 2
Produkteigenschaften reprasentieren, kénnen diese im Zuge der Produktverbesserung veréndert werden.

04. August 2020




Bodenaufbauten F UTU R E S H A P I:

Erstellungsdatum Dokumenten ID Version

23.06.2021 D_Bodenaufbauten 03

3. Bodenaufbau SensFloor unter PVC Design-Belag FUTU RE S HAPE

(verklebt) Gesamtdicke (8,5 +/- 0,4mm)

Getesteter Designbelag (z.B. Bodenboss, 2,5 mm)

UZIN KR430 2-K PUR Kleber (2,0 mm)
verklebt

UZIN RR185 oder Mondo Everlay A (1,2 mm)

lose SensFloor Underlay (2,8 +/- 0,4mm)

= S— — : ~ " Doppelseitige Klebefolie (D-Tack Extralay)
T

Primer (D-Tack Remove)

Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen
(Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Gruppe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP

4. Bodenaufbau SensFloor mit MDF FUTU RI: S HAPE

Gesamtdicke (13,0 +/- 0,4mm)

Getesteter Bodenbelag Vinyl, Linoleum (2,0 mm)

UZIN KEB8 1-K hybrid Kleber (1,0 mm)

verklebt

L MDF Aubau z.B. Unifloor Jumpax / Heatpak
(7,0 mm)

PE Folie (0,2 mm)

f/ SensFloor Underlay (2,8 +/- 0,4mm)
_ DoppeISEitige Klebefoie (D-Ta':k EXtraIav}
/ Primer (D-Tack Remove)
Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen

(Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Gruppe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 04.08.2020 CL, FP
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5. Bodenaufbau SensFloor unter Parkett oder FUTU RE S H APE

Laminat (schwimmend) (17,0 +/- 0,4mm)

Getesteter Bodenbelag (e.g. Tarkett, 14,0 mm)

/ PE Folie 0,2mm

SensFloor Underlay (2,8 +/- 0,4mm)
Double-sided adhesive foil(D-Tack Extralay)
Primer (D-Tack Remove)

Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen
(Ebenheit nach DIN 18202 Tabelle 3, Gruppe 3/4)
(New Zealand Standard NZS AS 1884:2013)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP

6.1 Bodenaufbau SensFloor unter Fliesen FUTURLE SHAPE

fir Nassrdume (18,0 +/- 0,4mm)

7 7 7 7 7 7] 7 1 Epoxy Fuge (Codex X-Fusion)

AV : o Y 45V ¥ AT Keramik, Fliesen, Stein {10.0mm)

24 Y PUR-Kleber (Codex Fliesopur R2T, 4.0mm)

Codex BST 150 selbstklebendes Dichtband (1.0mm)
UZIN RR185 oder Mondo Everlay A (1.2 mm)
SensFloor Underlay (2.8 +/- 0.4mm)

Doppelseitige Klebefolie (D-Tack Extralay)
Primer (D-Tack Remove)

Vorbereitung vor SensFloor Installation:
Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen

wasserfest nach nationalem Standard
(e.g. Codex FG 550 and Epo2000 BST 150)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP
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6.2 Bodenaufbau SensFloor unter Fliesen-Wandanbindung FUTURE SHAPL

Silikon (z.B. Codex SG 10)

Keramik, Fliesen, Stein mit Sockel (10.0mm)

PUR-Kleber (Codex Fliesopur R2T, 4.0mm)

Codex BST 150 selbstklebendes Dichtband (1.0mm)
UZIN RR185 or Mondo Everlay A (1.2 mm)
SensFloor Underlay (2.8 +/- 0.4mm)

Doppelseitige Klebefolie (D-Tack Extralay)

Primer (D-Tack Remaove)

Vorbereitung vor SensFloor Installation:

Estrich, grundiert, gespachtelt und geschliffen
wasserfest nach nationalem Standard
(e.g. Codex FG 550 and Epo2000 BST 150)

Future-Shape GmbH, 11.06.2019 CL, FP
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